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(54)  칭 폭  프  보상 능  갖는  동    포함하는 플  치

(57)  약

게 트 타트  하여 폭   감 시킬  는 플  치가 개시 다. 플  치

는 플  , 어 , 게 트 동    동  포함한다.  동 는 복  

 동 칩  고, 게 트 타트  신 (GSP)에 답하여 폭   보상하고,  어신 에

답하여 계 압들  하여 상  어  신 는 (DATA)  지 -아 그(D/A) 변 하고

 라 들에 공한다.

라 , 플  치   동 는  압  편차가 고, 고해상도  플  치에 할

 다.

  도
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만 타  시티 후 트릭트 루 앙
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치 우 웬

만 300 신  시티 트 트릭트 신 드
 19  26 8에프
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청

청 항 1 

복  게 트 라 과 상  복  게 트 라 과 직  열  복   라  포함하는 플  

;

 어신 , 게 트 어신   게 트 타트  신 (GSP)  생시키고 (DATA)  상  플

  동 건에 맞게  처리한 후 하는 어 ;

복  게 트  동  칩  고,  상  게 트  타트   신 (GSP)   상  게 트  어신 에

답하여,  압(Von)과 프 압(Voff)  합  루어진 게 트 신 들  생하여 상  게 트 라 들

에 가하는 게 트 동 ;

복   동 칩  고, 상  게 트 타트  신 (GSP)에 답하여 폭   보상하고,

상   어신 에 답하여 계 압들  하여 상  어  신 는 (DATA)  지 -

아 그(D/A) 변 하고 상   라 들에 공하는  동  포함하 ,

상   동 는:

상  게 트 타트  신   상   어신 에 포함   어신  결합(combine)하여  1 신

 생하는  1  동 칩   ;

상   1 신 에 해 복 (demodulation)  행하여  1 내  게 트 타트  신    1 내  

 어신  생하는  1  동 칩  복 ;

상   1  동 칩    상   1 신  신하고, 상   1 신  하는  2 

동 칩   ; 

상   2  동 칩    상   1 신  신하고, 상   1 신 에 해 복  행하

여  2 내  게 트 타트  신    2 내   어신  생하는  2  동 칩  복

 포함하는 플  치.

청 항 2 

 1 항에 어 , 상   동 는

상  복   동 칩 에 ,  1  동 칩  상  게 트 타트  신 (GSP)  상  어 

 직  신하고, 지  동 칩들  상   1  동 칩에 해 생  상  게 트 타트 

 신 (GSP)  보  갖는 신  신하는 것  특징  하는 플  치. 

청 항 3 

 1 항에 어 , 상  복   동 칩

각각 하는 연   (Flexible Printed Circuit: FPC) 상에 착 는 것  특징  하는 플

치.

청 항 4 

 3 항에 어 , 

상  게 트 타트  신 (GSP)는 상  복   동 칩 에   1  동 칩  착  연  

에 치  도  라  통해 상   1  동 칩에  연결 는 것  특징  하는 플

 치.

청 항 5 
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 3 항에 어 , 

상  게 트 타트  신 (GSP)는 상  복   동 칩 에   1  동 칩  착  연  

에 치  도  라  통해 상   1  동 칩  통과하여 상  게 트 동 에 공 는 것

특징  하는 플  치.

청 항 6 

삭

청 항 7 

 1 항에 어 ,

상   1 신 는 상  게 트 타트  신 (GSP)  보  갖는 신  것  특징  하는 플  

치. 

청 항 8 

 1 항에 어 , 상   1  동 칩   는

상  게 트 타트  신   시간 지연시키는 지연 ;

상  지연  신  상  게 트  타트   신 에  해  타  비 리합  연산  행하는  XNOR

게 트; 

상  XNOR 게 트  신  상   어신  택하여 상   1신  생하는 티플  포함

하는 것  특징  하는 플  치.

청 항 9 

 1 항에 어 , 상   동 는

상  어  상  게 트 타트  신  신하고, 상  게 트 타트  신 (GSP)에 하

여 게 트 타트  신 (GSP)  보  갖는  1 신    1 내  게 트 타트  신  생하는

 1  동 칩; 

상   1  동 칩  상  게 트 타트  신 (GSP)  보  갖는  1 신  신하고, 상

  1 신 에 하여  2 내  게 트 타트  신  생하는  2  동 칩  포함하는 것

특징  하는 플  치.

청 항 10 

 1 항에 어 , 상   동 는

게 트 타트  신 (GSP)   어신 (DIO)  신하고, 상  게 트 타트  신 (GSP)  상

 어신 (DIO)에 하여 게 트 타트  신 (GSP)에 하는  1 신 ,   어신

(DIO)에 하는  2 신  생하는   ;

클럭신  상   2 신 에 하여  신  생하는 프트 지 ;

상  프트 지  프트 에 라  래치하고, 드신 에 답하여 상   지  

신 들  하는  래치 ;

계 압  사 하여,  상  지  신 들에  하는   압신 들  생하는  지 -아 그

변 ; 

복  채  폭  포함하고, 상   1 신 에 답하여 상  채  폭 들 각각  폭  프 (offse

t)  보상하고, 상   압신 들  링하여  신 들  생하는    포함하는 것

특징  하는 플  치.
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   야

본  플  치에 한 것 , 특  플  치   동 에 한 것 다.[0001]

 경  

LCD 치 등 플  치는  동하는  동  게 트 동  포함한다.  동 [0002]

는  하는  폭 들      포함한다. 

고해상도  플  치에 하 ,  동   편차가 아야 한다.    [0003]

하는 폭 들  프  압    동   편차가 아진다. 

 내

해결하 는 과

본   게 트 타트  신  하여 폭   감 시킬  는 플  치  [0004]

공하는 것 다. 

본  다   게 트 타트  신  하여 폭   감 시킬  는 플  치[0005]

  동  공하는 것 다. 

과  해결 단

상   달 하  하여 본  하  실시 태에  플  치는 복  게 트 라 과 상[0006]

복  게 트 라 과 직  열  복   라  포함하는 플  , 어 , 게 트 동

   동  포함한다.

어 는  어신 , 게 트 어신   게 트 타트  신 (GSP)  생시키고 (DATA)[0007]

상  플   동 건에 맞게  처리한 후 한다. 게 트 동 는 복  게 트 동

칩  고, 상  게 트 타트  신 (GSP)  상  게 트 어신 에 답하여,  압(Von)과 

프 압(Voff)  합  루어진 게 트 신 들  생하여 상  게 트 라 들에 가한다.  동 

는  복   동  칩  고,  상  게 트  타트   신 (GSP)에  답하여  폭  

보상하고, 상   어신 에 답하여 계 압들  하여 상  어  신 는 (DAT

A)  지 -아 그(D/A) 변 하고 상   라 들에 공한다.

본  하  실시 에 하 , 상   동 는 상  복   동 칩 에 ,  1  동[0008]

칩  상  게 트 타트  신 (GSP)  상  어  직  신하고, 지  동 칩들  상

  1  동 칩에 해 생  상  게 트 타트  신 (GSP)  보  갖는 신  신한다.

본   하  실시 에  하 ,  상  복   동  칩  각각  하는 연   (Flexible[0009]

Printed Circuit: FPC) 상에 착   다.

본  하  실시 에 하 , 상  게 트 타트  신 (GSP)는 상  복   동 칩 에  [0010]

1  동 칩  착  연   에 치  도  라  통해 상   1  동 칩에  연

결   다.

본  하  실시 에 하 , 상  게 트 타트  신 (GSP)는 상  복   동 칩 에  [0011]

1  동 칩  착  연   에 치  도  라  통해 상   1  동 칩  통과하여 상

게 트 동 에 공   다.

본  하  실시 에 하 , 상   동 는  1  동 칩   ,  1  동 칩[0012]

 복 (demodulator),  2  동 칩   ,   2  동 칩  복  포함할  다.

 1  동 칩   는 상  게 트 타트  신   상   어신 에 포함   어[0013]

신  결합(combine)하여  1 신  생한다.  1  동 칩  복 는 상   1 신 에 해 복

(demodulation)  행하여  1 내  게 트 타트  신    1 내   어신  생한다. 

2  동 칩   는 상   1  동 칩    상   1 신  신하고, 상  

1 신  한다.  2  동 칩  복 는 상   2  동 칩    상   1 신
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 신하고, 상   1 신 에 해 복  행하여  2 내  게 트 타트  신    2 내  

어신  생한다.

본  하  실시 에 하 , 상   1 신 는 상  게 트 타트  신 (GSP)  보  갖는 신[0014]

  다.

본  하  실시 에 하 , 상   1  동 칩   는 상  게 트 타트  신  [0015]

 시간 지연시키는 지연 , 상  지연  신  상  게 트 타트  신 에 해 타  비 리합

연산  행하는 XNOR 게 트,  상  XNOR 게 트  신  상   어신  택하여 상   1

신  생하는 티플  포함할  다.

본  하  실시 에 하 , 상  지연 는 직  연결  짝   포함할  다.[0016]

본  하  실시 에 하 , 상   동 는  1  동 칩   ,  1  동 칩[0017]

 복 ,  2  동 칩   ,  2  동 칩  복 ,  3  동 칩   , 

3  동 칩  복 ,  4  동 칩   ,   4  동 칩  복  포함할  다.

 1  동 칩   는 상  게 트 타트  신   상   어신 에 포함   어[0018]

신  결합(combine)하여  1 신  생한다.  1  동 칩  복 는 상   1 신 에 해 복

(demodulation)  행하여  1 내  게 트 타트  신    1 내   어신  생한다. 

2  동 칩   는 상   1  동 칩    상   1 신  신하고, 상  

1 신  한다.  2  동 칩  복 는 상   2  동 칩    상   1 신

 신하고, 상   1 신 에 해 복  행하여  2 내  게 트 타트  신    2 내  

어신  생한다.  3  동 칩   는 상   2  동 칩    상   1

신  신하고, 상   1 신  한다.  3  동 칩  복 는 상   3  동 칩  

 상   1 신  신하고, 상   1 신 에 해 복  행하여  3 내  게 트 타트 

신    3 내   어신  생한다.  4  동 칩   는 상   3  동 칩

  상   1 신  신하고, 상   1 신  한다.  4  동 칩  복 는 상

 4  동 칩    상   1 신  신하고, 상   1 신 에 해 복  행하여 

4 내  게 트 타트  신    4 내   어신  생한다.

본  하  실시 에 하 , 상   동 는  1  동 칩   2  동 칩  포함할[0019]

 다.

 1  동 칩  상  어  상  게 트 타트  신  신하고, 상  게 트 타트 [0020]

 신 (GSP)에 하여 게 트 타트  신 (GSP)  보  갖는  1 신    1 내  게 트 타트

 신  생한다.  2  동 칩  상   1  동 칩  상  게 트 타트  신

(GSP)  보  갖는  1 신  신하고, 상   1 신 에 하여  2 내  게 트 타트  신

생한다.

본  하  실시 에 하 , 상   동 는   , 프트 지 ,  래치 [0021]

, 지 -아 그 변      포함할  다.

  는 게 트 타트  신 (GSP)   어신 (DIO)  신하고, 상  게 트 타트 [0022]

신 (GSP)  상   어신 (DIO)에 하여 게 트 타트  신 (GSP)에 하는  1 신 , 

 어신 (DIO)에 하는  2 신  생한다. 프트 지 는 클럭신  상  상   2 신 에

하여  신  생한다.  래치 는 상  프트 지  프트 에 라  래

치하고, 드신 에 답하여 상   지  신 들  한다. 지 -아 그 변 는 계

압  사 하여, 상  지  신 들에 하는  압신 들  생한다.   는 복

채  폭  포함하고, 상   1 신 에 답하여 상  채  폭 들 각각  폭  프 (offset)  보상

하고, 상   압신 들  링하여  신 들  생한다.

본  하  실시 에 하 , 상    는    복 (demodulator)  포함할  [0023]

다.

 는 상  게 트 타트  신   상   어신 에 포함   어신  결합(combine)[0024]

하여  1 신  생한다. 복 는 상   1 신 에 해 복 (demodulation)  행하여  1 내  게 트
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타트  신   내   어신  생한다.

본  하  실시 에 하 , 상    는 상  채  폭 들 각각  차동  비[0025]

 단    단   연결한 상태에  상  채  폭 들 각각   압신  측 하

고, 상   압신 가 천 는 시  프  보  하여 폭  프  보상할  다.

본  하  실시 태에  플  치   동 는   , 프트 지 , [0026]

 래치 , 지 -아 그 변 ,     포함한다.

  는 게 트 타트  신 (GSP)   어신 (DIO)  신하고, 상  게 트 타트 [0027]

신 (GSP)  상   어신 (DIO)에 하여 게 트 타트  신 (GSP)에 하는  1 신 , 

 어신 (DIO)에 하는  2 신  생한다. 프트 지 는 클럭신  상   2 신 에 

하여  신  생한다.  래치 는 상  프트 지  프트 에 라  래치하

고, 드신 에 답하여 상   지  신 들  한다. 지 -아 그 변 는 계 압

 사 하여, 상  지  신 들에 하는  압신 들  생한다.   는 복  채

폭  포함하고, 상   1 신 에 답하여 상  채  폭 들 각각  폭  프 (offset)  보상하고,

상   압신 들  링하여  신 들  생한다.

 과

본  실시 들에  플  치   동 는 게 트 타트  신  하여 폭[0028]

 감 시킬  다. 라 , 플  치   동   압  편차가 감 할  다.

라 , 플  치   동 는 고 해상도  플  치에 사  가능하다.

도  간단한 

도 1  본  하  실시 에  플  치  타내는 도 다.[0029]

도 2는 도 1  플  치에 포함   동  하   타내는 블 도 다.

도 3  도 2   동 에 포함  지 -아 그 변  하   타내는 도 다.

도 4는 도 2   동 에 포함     하   타내는 도 다.

도 5는 도 2   동   동 칩들에 포함    들   하   타내는 

도 다.

도 6  도 2   동 에 포함   1  동 칩    하   타내는 도 다.

도 7  도 6  에 가 는 게 트 타트  신 (GSP)   어신 (DIO)  하   타내는

도 다.

도 8  도 4    에 포함  채  폭   하   타내는 도 다.

도 9는 본  다  하  실시 에  플  치  타내는 도 다.

도 10  도 9  플  치에 포함  COF  하   타내는도 다. 

 실시하  한 체  내

본문에 개시 어 는 본  실시 들에 해 , 특 한  내지 능  들  단지 본  실시[0030]

 하  한  시  것 , 본  실시 들  다양한 태  실시    본문에 

 실시 들에 한 는 것  해 어 는 안 다.

본  다양한 변경  가할  고 여러 가지 태  가질  는 , 특  실시 들  도 에 시하고[0031]

본문에 상 하게 하고  한다. 그러 , 는 본  특 한 개시 태에 해 한 하 는 것  아니 ,

본  사상   에 포함 는 든 변경, 균등물 내지 체물  포함하는 것  해 어야 한다. 

1, 2 등  어는 다양한 들  하는  사   지만, 상  들  상  어들에 [0032]

해  한 어 는  안 다.  상  어들  하   다   별하는  만

사 다.  들어, 본  리  탈 지 않  채 1 는 2   
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고, 사하게 2 도 1    다. 

어  가 다  에 "연결 어" 다거  " 어" 다고 언  에는, 그 다  에[0033]

직  연결 어 거  또는 어  도 지만, 간에 다  가 재할 도 다고 

해 어야 할 것 다. 에, 어  가 다  에 "직  연결 어" 다거  "직  어" 

다고 언  에는, 간에 다  가 재하지 않는 것  해 어야 할 것 다. 들 간  

계  하는 다  들,  "~사 에"  "  ~사 에" 또는 "~에 웃하는"과 "~에 직  웃하는" 등도

마찬가지  해 어야 한다.

본 원에  사 한 어는 단지 특 한 실시  하  해 사  것 , 본  한 하 는 도가[0034]

아니다. 단   문맥상 하게 다 게 뜻하지 않는 한, 복   포함한다. 본 원에 , "포함

하다" 또는 "가지다" 등  어는 개시  특징, , 단계, 동 , ,  또는 들  합한 것

재함  지 하 는 것 지, 하  또는 그 상  다  특징들  , 단계, 동 , ,  또는

들  합한 것들  재 또는 가 가능  미리 하지 않는 것  해 어야 한다.

다 게 지 않는 한, 거  과학  어  포함해  여  사 는 든 어들  본 [0035]

하는  야에  통상  지식  가진 에 해  해 는 것과 동 한 미  가지고 다. 

 사 는 사 에 어 는 것과 같  어들    문맥 상 가지는 미  치하는 

미  가지는 것  해 어야 하 , 본 원에  하게 하지 않는 한, 상 거  과도하게 식

 미  해 지 않는다. 

한편, 어  실시 가 달리  가능한 경우에 특  블  내에  능 또는 동  도에  [0036]

 다 게 어  도 다.  들어, 연 하는  블  실 는 실질  동시에 행  도 고,

 능 또는 동 에 라 는 상  블 들  거꾸  행  도 다.

하, 첨  도  참 하여 본  람직한 실시 들  한다.[0037]

도 1  본  하  실시 에  플  치(1000)  타내는 도 다.[0038]

도 1  참 하 , 플  치(1000)는 어 (1100), 게 트 동 (1200),  동 (1300), [0039]

플  (1400),  계 압 생 (1500)  비할  다. 

플  (1400)  매트릭  각 차 에 는 TFT(Thin Film Transistor)  가진다. TFT  는 [0040]

 신 ("  신 "라고도 함)  신하고, TFT  게 트는 게 트 신 ("주사 신 "라고도 함)  신한다.

TFT  드  단  공통 압(VCOM)  사 에  리지  커 시 (storage  capacitor)(CST)  액  커 시

(CLC)가 연결 어 다. 플  (1400)  게 트 라 (G1 ~ Gn)  통해 게 트 신  신하고, 

라 (D1 ~ Dm)  통해  신  신한다. 게 트 동 (1200)는  압(Von)과 프 압(Voff)  

합  루어진 게 트 신 들  게 트 라 들(G1 ~ Gn)에 가한다.

계 압 생 (1500)는 플  치(1000)  도   극 과 극  계 압들(GMA)  [0041]

생시킨다.

 동 (1300)는 계 압 생 (1500)   계 압들(GMA)  하여 어 (1100)[0042]

 신 는 (DATA)  D/A 변 하고  라 들(D1 ~ Dm)에 가한다.

어 (1100)는 RGB 상신 (R, G, B),  직동  신 (Vsync), 평동  신 (Hsync),  클럭신[0043]

(MCLK),  에 블 신 (DE) 등  어신 들  신한다. 어 (1100)는 들 어신 들에 하

여  어신 (CONT1), 게 트 어신 (CONT2)  게 트 타트  신 (GSP)  생시키고 상신 들

(DATA(R, G, B))  플  (1400)  동 건에 맞게  처리한 후, 게 트 타트  신 (GS

P)  게 트 어신 (CONT2)  게 트 동 (1200)에 하고,  어신 (CONT1), 게 트 타트 

신 (GSP)  상신 (DATA(R, G, B))   동 (1300)에 한다. 

게 트 동 (1200)   동 (1300)는 각각 복  게 트 동칩과 복   동 칩  비할[0044]

 다(미도시). (DATA)는 각 픽 에 한 계  (gray level)  결 한다.  동 (1300)는

 신 들  플  (1400)상에 열 어 는  라 에 가하고, 게 트 동 (1200)는 게

트 신 들  플  (1400) 상에 열 어 는 게 트 라 에 가한다.

도 1  플  치(1000)에 포함   동 (1300)는 상  게 트 타트  신 (GSP)에 답하[0045]
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여 폭   보상하고, 상   어신 에 답하여 계 압들  하여 상  어  신

는 (DATA)  지 -아 그(D/A) 변 하고 상   라 들에 공한다.  동 (1300)  

하는 복   동 칩 에 ,  1  동 칩  상  게 트 타트  신 (GSP)  상  어 

 직  신하고, 지  동 칩들  상   1  동 칩에 해 생  상  게 트 타트

 신 (GSP)  보  갖는 신  신한다. 상  복   동 칩  각각 하는 연   

(Flexible Printed Circuit: FPC) 상에 착   다. 상  게 트 타트  신 (GSP)는 상  복  

 동 칩 에   1  동 칩  착  연   에 치  도  라  통해 상   1  

동 칩에  연결   다. 게 트 타트  신 (GSP)는 복   동 칩 에   1 

동 칩  착  연   에 치  도  라  통해 상   1  동 칩  통과하여 상  게 트

동 에 공   다.

도 2는 도 1  플  치(1000)에 포함   동 (1300)  하   타내는 블 도 다.[0046]

도  2  참 하 ,   동  (1300)는  프트  지 (1310),   래치  (1320),  D/A  컨[0047]

(digital to analog converter)(1330),   (1340)    (1350)  포함할  다.

  (1350)는 게 트 타트  신 (GSP)   어신 (DIO)  신하고, 상  게 트 타[0048]

트  신 (GSP)  상   어신 (DIO)에 하여 게 트 타트  신 (GSP)에 하는  1 신

(GSPi),   어신 (DIO)에 하는  2 신 (DIOi)  생한다.  어신 (DIO)는  

어신 (CONT1)에 포함   다. 프트 지 (1310)는 클럭신 (CLK)   2 신 (DIOi)  신하고, 

 클럭신 마다  신  생시킨다.   래치  (1320)는  (DATA)  드신 (TP)

신한다.  래치 (1320)는 프트 지 (1310)  프트 에 라 (DATA)  래치하고,

드신 (TP)가 가  (DATA)  한다. D/A 컨 (1330)는 계 압(GMA)  사 하여,  래

치  (1320)  신 들(D1  ~  Dn)에  하는  아 그  신   압신 들(VIN1  ~  VINn)

생시킨다. 

  (1340)는 복  채  폭  포함하고,  1 신 (GSPi)에 답하여 상  채  폭 들 각각[0049]

 폭  프 (offset)  보상하고,  압신 들(VIN1 ~ VINn)  링하여  신 들  생한다.

 신 들(Y1 ~ Yn)   래치 (1320)에 가 는 (DATA)  에 라  각 라 들에 

다. 

도 3  도 2   동 에 포함  지 -아 그 변 (1330)  하   타내는 도 다.[0050]

도 3  참 하 , 지 -아 그 변 (1330)는 항 트링(1332)  칭 (1334)  포함할  다.[0051]

항 트링(1332)   1 압(VREF_H)과  2 압(VREF_L) 사 에 결합 어 고,  직  연결[0052]

항들(R1~R18)  포함하 , 감마 압들(VGMA1~VGMA18)  한다.  들어, 지  신 (D1, D2, …,

Dn)가 4 비트  라 , 16(=2
4
) 개  감마 압들  할  다.

칭 (1334)는 지  신 (D1, D2, …, Dn)에 하는 감마 압들(VGMA1~VGMA18)   압신[0053]

들(VIN1 ~ VINn)  할  다.

도 4는 도 2   동 (1000)에 포함    (1340)  하   타내는 도 다.[0054]

도 4  참 하 ,   (1340)는  압신 들(VIN1 ~ VINn)에 해 링  행하여  압[0055]

신 (Y1~Yn)  생한다. 채  폭 (1341)는  압신 들(Y1~Yn)  생하는 채  폭 들(OP_CH1,

OP_CH2, OP_CH3)  포함할  다. 채  폭 (1341)에는 어  압(VB),  1 신 (GSPi)   2

신 (DIOi)가 가   다. 상 한  같 ,  1 신 (GSPi)는 게 트 타트  신 (GSP)  보

갖고 는 신 ,  2 신 (DIOi)는  어신 (DIO)  보  갖고 는 신 다.

도 5는 도 2   동 (1300)   동 칩들에 포함    들   하   타[0056]

내는 도 다.

도 5  참 하 ,  동 (1300)는  1  동 칩   (1351),  1  동 칩  복[0057]

(1355),  2  동 칩   (1352),  2  동 칩  복 (1356),  3  동 칩  

(1353),  3  동 칩  복 (1357),  4  동 칩   (1354),   4  동 칩

 복 (1358)  포함할  다.

등록특허 10-2087186

- 9 -



 1  동 칩   (1351)는 상  게 트 타트  신   상   어신 에 포함  [0058]

어신  결합(combine)하여  1 신 (GSP+DIO)  생한다.  1  동 칩  복 (1355)는  1 신

(GSP+DIO)에 해 복 (demodulation)  행하여  1 내  게 트 타트  신 (GSP1)   1 내  

 어신 (DIO1)  생한다.  2  동 칩   (1352)는 상   1  동 칩   

  1 신 (GSP+DIO)  신하고, 상   1 신  한다.  2  동 칩  복 (1356)는 상

 2  동 칩     1 신 (GSP+DIO)  신하고,  1 신 (GSP+DIO)에 해 복  행

하여  2 내  게 트 타트  신 (GSP2)   2 내   어신 (DIO2)  생한다.  3  

동 칩   (1353)는 상   2  동 칩     1 신 (GSP+DIO)  신하고,  1

신 (GSP+DIO)  한다.  3  동 칩  복 (1357)는 상   3  동 칩    

1 신 (GSP+DIO)  신하고,  1 신 (GSP+DIO)에 해 복  행하여  3 내  게 트 타트  신

(GSP3)   3 내   어신 (DIO3)  생한다.  4  동 칩   (1354)는 상   3 

 동 칩     1 신 (GSP+DIO)  신하고,  1 신 (GSP+DIO)  한다.  4  

동 칩  복 (1358)는 상   4  동 칩     1 신 (GSP+DIO)  신하고,  1 신

(GSP+DIO)에 해 복  행하여  4 내  게 트 타트  신 (GSP4)   4 내   어신

(DIO4)  생한다.

상 에 는, 4 개   동 칩    동    들에 해 하 지만, [0059]

동 는  개 상   동 칩  비할  다.

도 6  도 2   동 (1300)에 포함   1  동 칩   (1351)  하   타내는[0060]

도 다.

도 6  참 하 ,  1  동 칩   (1351)는 게 트 타트  신 (GSP)   시간 지연시키[0061]

는 지연 , 상  지연  신  게 트 타트  신 (GSP)에 해 타  비 리합 연산  행하는

XNOR  게 트(XNOR1),   XNOR  게 트(XNOR1)  신   어신 (DIO)  택하여   1신

(GSP+DIO)  생하는 티플 (MUX1)  포함할  다. 지연 는 직  연결  들(INV1, INV2)  포함

할  다.

도 7  도 6  에 가 는 게 트 타트  신 (GSP)   어신 (DIO)  하   타내는[0062]

도 다.

도 7  참 하 ,  어신 (DIO)   폭  게 트 타트  신 (GSP)   폭보다 크 , 하[0063]

 게 트 타트  신 (GSP)  가 지 는 동안,  어신 (DIO)  는 2 개가 생하고 

 알  다.

도 8  도 4    (1340)에 포함  채  폭   하   타내는 도 다.[0064]

도  8  참 하 ,  채  폭 (1341)는  차동  (1342),  PMOS  트랜지 (MPB)   상  어[0065]

,  NMOS  트랜지 (MNB)   하  어  ,  하  단(load  stage)(1344),  단(output

stage)(1345)  치 어신 생 (1348)  포함할  다. PMOS 트랜지 (MPB)에는 어  압

(VB1)  가 고, NMOS 트랜지 (MNB)에는 어  압(VB2)  가   다.

차동 (1342)는 P  차동  N  차동  포함하고,  압신 (VINP)   압신[0066]

(VOUT)  차동 드  신하고, 치 어신 (SWC1, SWC1B, SWC2, SWC2B, SWC3, SWC3B)에 답하여 폭

프  보상한다. 도 8에는 차동 (1342)가  1  압신 (VINP)   2  압신 (VINP)  

신하는 것  도시 어 다.   단 는  드에 연결 어 므 ,  2  압신 (VINN)는

 압신 (VOUT)  같다. 

P  차동  는  PMOS  트랜지 들(MP1,  MP2)  포함하고,  N  차동  는  NMOS  트랜지 들(MN11,[0067]

MN12, MN13, MN14, MN15, MN16, MN17)  폭   보상 (1343)  포함한다. NMOS 트랜지 (MN11)는

차동 (1342)  비   단 에 연결  게 트  갖는다.  NMOS  트랜지 들(MN12,  MN13,  MN14)는

NMOS 트랜지 (MN11)에 병  연결 다. NMOS 트랜지 (MN15)는 상  차동    단 에 연결

 게 트  갖는다. NMOS 트랜지 들(MN16, MN17)는 NMOS 트랜지 (MN15)에 병  연결 다. 폭  프

보상  (1343)는  NMOS  트랜지 (MN15)에  병  연결 고,  치  어신 (SWC1,  SWC1B,  SWC2,  SWC2B,

SWC3, SWC3B)에 답하여 상    단 에 연결   경  통해 는  크  한다. 
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폭  프  보상  (1343)는  NMOS  트랜지 (MN15)에  병  연결  NMOS  트랜지 들(MN18,  MN19,[0068]

MN20), NMOS 트랜지 (MN15)  게 트  NMOS 트랜지 (MN18)  게 트 사 에 연결   1 치(SW1),

NMOS 트랜지 (MN18)  게 트  지 압 사 에 연결   2 치(SW2), NMOS 트랜지 (MN15)  게 트

 NMOS 트랜지 (MN19)  게 트 사 에 연결   3 치(SW3), NMOS 트랜지 (MN19)  게 트  지

압 사 에 연결   4 치(SW4), NMOS 트랜지 (MN15)  게 트  NMOS 트랜지 (MN20)  게 트 사

에 연결   5 치(SW5), NMOS 트랜지 (MN20)  게 트  지 압 사 에 연결   6 치(SW6)

포함할  다.

도 8  에 , N  차동 에    단 에 연결   경 는 하 단(1344)과 NMOS 트랜지[0069]

(MNB)   하  어   사 에 는 NMOS 트랜지 들(MN15, MN16, MN17), 폭  프  보상 

(1343)  하는 NMOS 트랜지 들(MN18, MN19, MN20)   다.

치  어신 생  (1348)는  프  보(INFO_OFF)에  하여  치  어신 (SWC1,  SWC1B,  SWC2,[0070]

SWC2B,  SWC3,  SWC3B)  생한다. 프  보(INFO_OFF)는 채  폭 (1341)  차동  비  

단    단   연결한 상태에  측  채  폭 (1341)   압신 (VOUT)에 

하는 신   다.

하, 도 8  채  폭 (1341)  동 에 해 한다.[0071]

치 어신 (SWC1, SWC1B, SWC2, SWC2B, SWC3, SWC3B)는 프  보(INFO_OFF), 게 트 타트  신[0072]

(GSP)에 하는  1 신 (GSPi),   어신 (DIO)에 하는  2 신 (DIOi)에 하여 치

어신 생 (1348)에 해 생   다.  상 한  같 ,  프  보(INFO_OFF)는 채  폭

(1341)  차동  비   단    단   연결한 상태에  측  채  폭

(1341)   압신 (VOUT)에 하는 신   다. 채  폭 (1341)    단 에 연결  폭

 프  보상 (1343)는 치 어신 (SWC1, SWC1B, SWC2, SWC2B, SWC3, SWC3B)에 답하여 폭  

프  보상 (1343)에 포함  MOS 트랜지 들(MN18, MN19, MN20)   또는 프시킴 ,   단

에 연결   경 에 는  크  할  다.  들어,  1 치(SW1)가  상태 고

 2 치(SW2)가 프 상태  MOS 트랜지 (MN18)는  상태가 어   단 에 연결   경

에 는  크 가 가한다. ,  1 치(SW1)가 프 상태 고  2 치(SW2)가  상태

 MOS 트랜지 (MN18)는 프 상태가 어   단 에 연결   경 에 는  크 가 감

한다. 또한,  3 치(SW3)가  상태 고  4 치(SW4)가 프 상태  MOS 트랜지 (MN19)는  상

태가 어   단 에 연결   경 에 는  크 가 가한다. ,  3 치(SW3)가

프 상태 고  4 치(SW4)가  상태  MOS 트랜지 (MN19)는 프 상태가 어   단 에 연

결   경 에 는  크 가 감 한다. 또한,  5 치(SW5)가  상태 고  6 치(SW6)가

프 상태  MOS 트랜지 (MN20)는  상태가 어   단 에 연결   경 에 는  크

가 가한다. ,  5 치(SW5)가 프 상태 고  6 치(SW6)가  상태  MOS 트랜지

(MN20)는 프 상태가 어   단 에 연결   경 에 는  크 가 감 한다.  

 들어, 차동 (1342)  비   단    단   연결한 상태에  측  채[0073]

 폭 (1341)   압신 (VOUT)가 우 상태에  하  상태  천 하 다 , 폭  프  재한다

고 볼  다.  경우, 비   단 에 연결   경  통해 는 가   단 에 연결

 경  통해 는 보다 큰 값  가질  다.  ,  1 치(SW1)   시키고  2 치

(SW2)  프 시키  MOS 트랜지 (MN18)가  상태가 어   단 에 연결   경 에 는 

 크 가 가한다. 라 , 폭  프  어들  다. 다시, 차동 (1342)  비   단

   단   연결한 상태에  채  폭 (1341)   압신 (VOUT)  측 한 결과,

채  폭 (1341)   압신 (VOUT)가 여  우 상태에  하  상태  천 하 다 , 여  폭

프  재한다고 볼  다.  , MOS 트랜지 (MN18)가  상태에 ,  3 치(SW3)   시키고

 4 치(SW4)  프 시키  MOS 트랜지 (MN19)가  상태가 어   단 에 연결   경 에

는  크 가 욱 가한다. 라 , 폭  프   어들  다. 다시, 차동 (1342)

 비   단    단   연결한 상태에  채  폭 (1341)   압신

(VOUT)  측 한 결과, 채  폭 (131b)   압신 (VOUT)가 여  우 상태에  하  상태  천 하

다 , 여  폭  프  재한다고 볼  다.  , MOS 트랜지 (MN19)가  상태에 ,  5 

치(SW5)   시키고  6 치(SW6)  프 시키  MOS 트랜지 (MN20)가  상태가 어   단
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에 연결   경 에 는  크 가 욱 가한다. 라 , 폭  프   어들  다. 

다시,  차동 (1342)  비   단    단   연결한 상태에  채  폭[0074]

(1341)   압신 (VOUT)  측 한 결과, 채  폭 (1341)   압신 (VOUT)가 직 상태  천 하

지 않는다  폭    감 한 것 라 볼  다. 라 , 채  폭 (1341)는 폭  프  보

상 (1343)  포함함 , 폭  프  감 시킬  다.

도 9는 본  다  하  실시 에  플  치(2000)  타내는 도 다.[0075]

도 9  참 하 , 플  치(2000)는 (2100) 상에 착  어 (2110), 플  (2300),[0076]

연  쇄  들(flexible printed circuit; FPC), 연  쇄  들(2415, 2425, 2435, 2445) 상에

착   동 칩들(2410, 2420, 2430, 2440), 연  쇄  들(2515, 2525),  연  쇄  

들(2515, 2525) 상에 착  게 트 동 칩들(2510, 2520)  포함한다. 

게 트 타트  신 (GSP)는 상  복   동 칩 에   1  동 칩(2410)  착  연  [0077]

 (2415)에 치  도  라  통해  1  동 칩(2410)  통과하여 게 트 동  게 트 

동 칩들(2510, 2520)에 공 다.  1  동 칩(2410)  게 트 타트  신 (GSP)  어 (211

0)  직  신하고, 지  동 칩들(2420, 2430, 2440)   1  동 칩(2410)에 해 생

게 트 타트  신 (GSP)  보  갖는 신  신한다. 

도 10  도 9  플  치에 포함  COF(Chip On Flexible Circuit)   하   타내는 도[0078]

다. 

도 10  참 하 , COF는 연  쇄  (FPC)(2415) 상에 착   동 칩(2410)  포함한다. 게 트[0079]

타트  신 (GSP)는 복   동 칩 에   1  동 칩(2410)  착  연   에 

치  도  라  통해 상   1  동 칩  드(2417)에  연결   다. 상 한  같 ,

게 트 타트  신 (GSP)는 상  복   동 칩 에   1  동 칩(2410)  착  연  

 (2415)에 치  도  라  통해  1  동 칩(2410)  통과하여 게 트 동  게 트 

동 칩들에 공   다.

본  LCD 치뿐만 아니라 PDP(Plasma Display Panel), OLED(Organic Light Emitting Diode) 등 [0080]

시 치(display device)에  가능하다. 

산업상 가능

본   동    포함하는 플  치에  가능하다.[0081]

상 에 는 본  람직한 실시  참 하여 하 지만, 해당  야   당업 는 하  특[0082]

허 청  에 재  본  사상  역  어 지 않는  내에  본  다양하게 

 변경시킬   해할   것 다.

 

1300;  동             1310: 프트 지[0083]

1320: 래치                  1330: D/A 컨

1340:               1341: 채  폭

1342: 차동                1344: 하 단

1345:  단                   1348: 치 어신  생

1000: 플  치
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도 1
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도 2

도 3
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도 4
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도 5

도 6
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도 7

도 8
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도 9
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도 10
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